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Substrate

A芯

MD  Cap

NO. Item Reference
package Quantity

1 片式电容 C9 6.8nF 25V 0201 1

2 片式电容
C2,C3,C4,C5,C6,C8,C10,C11,C12

0.1uF/50V 50V 0201 9

3 片式电容
C1,C7

1.5nF/50V 50V 0201 2

4 片式电阻
R1,R2,R3,R4,R7,R8,R9,R12 100K 1/16W 1% 0201 8

5 片式电阻
R5,R6,R17 3.3K 1/16W 1% 0201 3

6 片式电阻
R10,R13 15K 1/16W 1% 0201 2

7 片式电阻
R11,R14

3.9K 1/16W 1% 0201 2

8 片式电阻 R15 39K 1/16W 1% 0201 1

9 片式电阻 R16 12K 1/16W 1% 0201 1

10 IC U6 0.9*0.9mm 1

11 基板 substrate / 1

12 锡膏 / / /

value

F590 SnCu0.7-89M4
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